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Allgemeines

Utensilien

Vorgehensweise beim Loten
SMD Loten

Quellen



1st das Verbinden von Metallteilen durch eine
Metalllegierung

Schmelztemperatur des Lotes liegt unterhalb der anderen
zu verbindenden Metallen

In der Elektronik wird es benutzt, um elektronische
Bauteile auf Platinen zu befestigen (Weichloten)

Weich- und Hartloten unterscheiden sich durch den
Temperaturbereich des Lots



Utensilien




[.otstation

Lotkolben 24V/50W

Ablage
Reinigungs-
Schwamm
Netzschalter

Sicherung

Anschlussbuchse Potentialausgleich



Lotkolben|Lotpistole




Das Lot
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Das Lot

Kurzzeichen | Zusammensetzung in % | Arbeitstemperatur in °C | Anwendung

PbSn40 60 Pb, 40 Sn 235 Feinbleche
Sn60Pb 60 Sn, 40 Pb 183 Verzinnen
SnS0PbCu | 50 Sn, 49 Pb, 1 Cu 190 Elektrogerate

Sn60PbAg | 60 Sn, 36 Pb, 4 Ag 180 Elektronik




Flussmittel




Hilfmittel

10




Vorbereitung:
Arbeitsplatz vorbereiten(Materialien, Werkzeuge)

Hat das Lotgerat die richtige
Temperatur(Empfehlenswert sind 300-350°C)?

Ist die Lotspitze fiir die Lotstelle geeignet?

Ist das Lot fiir die Temperatur geeignet?

Ist die Lotstelle metallisch rein ?

Die Lotspitze muss fre1 von Verunreinigungen sein.



Das Loten:

Platine bestiicken, d.h. Beinchen von elektronischen
Bauelementen an Lotstelle anpassen(umknicken)

Platine nur an den Kanten beriihren(Schutz vor
Verschmutzung)

Bauteil einloten(Lotzinn soll das gesamte Lotauge
benetzen!)

[.Ootzinn erstarren lassen



Vorgehensweise beim Loten

p *~—— Létkolben
+ Kupferauflage
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«— Bauelement

— Lotzinn
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(a) Beinchen und Lotpad erwarmen (b) Létzinn hinzugeben und schmelzen las-
sen
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(c) Fertige Lotstelle




Vorgehensweise beim Loten

(a) Korrekte Létstelle (b) Falsche Lotstelle: Létzinn ~ (c) Falsche Létstelle: Platine
abgehoben nicht heiss geworden



Zu Beachten:

Bestlickung von kleinen zu grof3en Bauteilen

Erst Widerstande, dann Kondensatoren und zum Schluss
Halbleiterbauelemente

Entstehende Dampfe nicht einatmen

Temperaturempfindlichkeit der Bauteile
Erst die unempfindlichen Bauteile und dann die empfindlichen
Bauteile
Halbleiterbauelemente sollten zum Schluss und moglichst schnell
gelotet werden
Zu hohe Temperaturen konnen Bauteile zerstoren
%lil niedrige Temperaturen konnte zur schlechten Verteilung des Lotzinns

tihren

Polung der Bauteile(z.B. ELKO, Microcontroller)



» Zunichst die
Entlotsaugpumpe spannen

» Lotstelle mit der Lotspitze
erwarmen

* Saugspitze an das
geschmolzene Lotzinn
fiihren dann wird der
Saugmechanismus
ausgelost




Surface Mountable Device (Oberflichenmontiertes
Bauteil)

ohne Bohrungen der Platine
Bauteile werden direkt auf die Oberflache gelotet



Vorteile:

die maschinelle
Verarbeitung ist
einfacher, schneller und
qualitativer

Bauteile sind kleiner

geringer Platzbedarf

Nachtelile:

Beschriftung der Bauteile
durch Codes

Loten von Hand 1st
schwer und fehleranfallig

spezieller Lotkolben,
Werkzeug und
Lotmaterial (Lotzinn,
Kleber) sind notwendig



Vorgehensweise:
Flussmittel auftragen
Ausrichten und Fixieren
Loten
Uberfliissiges Lotzinn entfernen
Reinigen



SMD-Loten
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1. Ein Pad mit wenig Lotzinn 2. So sienht die mit Lotzinn 3. Lotstelle mit Lotkolben erwar-

benetzen benetzte Létstelle aus men und gleichzeitig das Bau-
teil platzieren

4. Das Bauteil ist nun an der 5. Entgegengesetzte Lotstelle
Seite angelotet verléten
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